第23回　L-band RF電子銃開発グループ会合

日程：2010年8月25日(火曜日）

時間:　13時30分より15時00分

接続: ビデオ（52869) + WEBEX

出席者：高富、早野、杉山、高橋(義）（KEK会場）浦川（WEBEX)、磯山、杉本、加藤、川瀬（阪大会場）栗木、飯島（広島会場）

◯磯山先生より鑞（以下ロウ）付け試験結果について報告があった.

内側（仮想真空側）は面当て、外側は30μm程度のクリアランス、1mm高さのはめあい構造の四つのサンプルで試験を行った.　トリクロロエチレンによる洗浄の後, 真空炉で810-900℃の温度でロウ付けをおこなった。ロウの量はすき間容積に対して100％から160％と変えている.結果、全てのサンプルで真空漏れはなかった.内側へのロウの浸みだしは見られなかったが、ロウの量を多くすると外側へのロウの浸みだしが顕著となる傾向が見られた.真空封止をテストするため、サンプルを旋盤で削り込んだところ、φ31まではリークは無かったが、φ29まで削ったところでリークが発生した.

Q: 810℃, 10minというのは長いと思うが？

A: Pdロウの経験からこの条件でしている.

Q:　φ29とφ31は具体的にどこにあたるのか？

A:　はめあい部の内と外である。

C:今回ロウを止め溝は設けていないのが理由かもしれないが、外側へのロウ材の浸みだしが気になる.

C:Pdロウは昇温中にCuが拡散して組成が変わり、融点も変化し条件だしが難しい.より短時間の作業が望ましい.

Q:真空封止は確認されたのだから、この条件でロウ付けを行うことは可能ではないのか？

A:外側へのロウの流れなど理解できない振舞があり、失敗の可能性を否定しきれない.

Q:そもそもPdロウとした理由は？

A:Auロウでは温度が高くなり、特に真空炉においてはCuの蒸発による表面の荒れが気になる。それで低温のPdロウとした。

Q:どうしてもPdロウ付けに不安があるのであれば、表面の荒れは我慢して、Auロウ付けをやるべきではないか.

A:その場合、サンプルの大きさ等が異なるため、Auロウ付けの条件出しのための試験をする必要がある.

◯福田氏よりSTFにおける量子ビームの計画の概要と担当について説明があった。

2012/7/27までの量子ビームでのX線発生を目指してSTFのビームラインを使用させていただく.目標とするフラックスは1.3E+10 photon/s/1%BWである.2011年の3-4月にRFGおよびシケイン部の架台設置、RF電子銃仮組みおよびRFプロセスを予定している.2012/1-2頃にRFGからのビーム発生とその調整を行う.　2012/3-7に本格的なビーム運転を行う. 

Q:現在阪大で進めている新空洞のRF試験はいつ行えるか？

A:2011/4-9の頃に可能と思われる.

次回ミーティングは2010年９月28日（火）13時30分より

文責：栗木　　　

